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Cobre

El cobre es un metal blando y ductil utilizado principalmente por ] ‘i‘- S
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su conductividad eléctrica y térmica. Por su alta conductividad, '_ﬂl‘-zi- - #:**
es un material ideal para fabricar disipadores e intercambiadores - ?’.ﬁ; ‘?&i‘*’ -4
de calor, componentes de distribucién de energia (como barras —.- - Fii

colectoras), equipos de fabricaciéon (como mangos para soldar

por puntos), antenas de RF, etc. Con la impresora Metal X se
puede imprimir con cobre puro para producir piezas optimizadas
geométricamente. Antes, estas piezas tenian un elevado coste
econdmico, se tardaba mucho en fabricarlas o directamente no
se podian hacer.
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Ajustes de impresion/  Markforged

Propiedades fisicas Prueba Temperatura Orientacién sinterizado Estandar MIM Composicién Peso (%)
Resistencia a la traccion 6ptima [MPa] ASTM E8 Temperatura ambiente Sélido XY 193 207 Cobre 99,8 min.
Limite de resistencia a la traccion de 0,2 % ASTM E8 Temperatura ambiente Sélido XY 26 69 Oxigeno 0,05 méax.
Alargamiento de rotura ASTM E8 Temperatura ambiente S6lido XY 45 30 Hierro 0,05 méx.
Densidad relativa ASTM B923 Temperatura ambiente Solid 982 98 Otros bal
Conductividad eléctrica [IACS?3] ASTM E1004 Temperatura ambiente Sélido XY 84 —
Conductividad térmica [W/mk?] ASTM E1461 Temperatura ambiente  S¢lido XYy Z 350 328
Coeficiente de expansion térmica ASTM E831-19° 68-100 °F 9,6 x 10-¢/°F 8,7x10-¢/°F
ASTM E228 68-150 °F 9,7x10-/°F 8,9x10-6/°F

68-200 °F 9,8x10-6/°F 9,1x10-8/°F

68-250 °F Sélido Z 9,9 x 10-8/°F 9,3x10-8/°F

68-300 °F 10,0x 10-¢/°F 9,4x10-8/°F

68-500 °F 10,1 x 10-9/°F -

68-750 °F 10,56 x 10-¢/°F —

1. Las probetas se reducen y se laminan con los ajustes predeterminados para el cobre (pero sin balsa). De manera predeterminada, las piezas de cobre son sélidas.

2. La densidad se basa en un valor teérico de 8,96 g/cc.

3. La conductividad eléctrica, cuando se evalla con instrumentos de corrientes inducidas, suele expresarse como un porcentaje de la conductividad del Estandar Internacional de Cobre Recocido (% IACS). La
conductividad del Estdndar de Cobre Recocido se define como 0,68 x 108 S/m (100 % IACS) a 20 °C.

4., La difusividad térmica se mide segun la norma ASTM E1461. La difusividad se ha convertido en conductividad mediante la formula conductividad térmica = difusividad térmica * densidad * calor especifico.
Se considera que el calor especifico del cobre es igual a 0,385 J/g-K segun el manual Handbook of Chemistry and Physics 72nd Edition.

5. El coeficiente de expansion térmica (CTE) del material de Markforged sinterizado se ha medido en un laboratorio externo mediante Anélisis Termomecanico (ASTM E831). En la referencia del manual de
MIM se ha utilizado un dilatdmetro de varilla de empuje (ASTM E228).

Estos datos representan los valores tipicos del cobre de Markforged sinterizado. Las muestras de Markforged se han impreso con el ajuste de relleno solido. Todos los valores se basan en pruebas de labora-
torios externos, salvo la densidad relativa, que se ha probado en Markforged. Estos datos representativos se han probado, medido y calculado utilizando métodos estandar y pueden cambiar sin previo aviso.
Markforged no ofrece garantias de ningun tipo, ni expresas ni implicitas.
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Ajustes de impresion / Markforged
Propiedades mecéanicas completas Estandar Temperatura Orientacién sinterizado Estandar MIM
Sélido XY 193!
Solido Z 17
Resistencia a la traccion 6ptima [MPa] ASTM E8 Temperatura ambiente 207
Resistente a fugas XY 197
Resistente a fugas Z 1411
Solido XY 26'
Solido Z 26'
Limite de resistencia a la traccion ASTM E8 Temperatura ambiente 69
[MPa] de 0,2 % Resistente a fugas XY 311
Resistente a fugas Z 321
Solido XY 451
Soélido Z 151
Alargamiento de rotura [%] ASTM E8 Temperatura ambiente 30
Resistente a fugas XY 58!
Resistente a fugas Z 15!
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